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1本マニュアルについて 

1.1 マニュアルの内容 

本マニュアルは、3つの部分で構成されています。 

 開発ボードの機能の概要。 

 開発ボードの構造およびそのハードウェアリソースの説明。 

 開発ボード上のハードウェア回路の機能およびピンの割り当ての説

明。 

1.2 関連ドキュメント 

GOWINセミコンダクターのホームページから、以下の関連ドキュメ

ントがダウンロード、参考できます： 

 GW5ATシリーズ FPGA製品データシート(DS981) 

 GW5AT-60デバイス Pinout(UG1222) 

 GW5ATシリーズ FPGA製品パッケージ及びピンアウト ユーザーガ

イド(UG983) 

 Arora V 60K FPGA製品プログラミング・コンフィギュレーション ユ

ーザーガイド(UG718) 

1.3 用語、略語 

本マニュアルで使用される用語、略語、及びその意味を表 1-1に示し

ます。 

表 1-1用語、略語 

用語、略語 正式名称 意味 

DDR Double Data Rate  ダブル・データ・レート  

FPGA Field Programmable Gate Array フィールド・プログラマ

https://www.gowinsemi.com/ja
https://cdn.gowinsemi.com.cn/DS981J.pdf
https://cdn.gowinsemi.com.cn/UG1222J.pdf
https://cdn.gowinsemi.com.cn/UG983J.pdf
https://cdn.gowinsemi.com.cn/UG718E.pdf
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用語、略語 正式名称 意味 

ブル・ゲート・アレイ 

GPIO Gowin Programmable I/O 
Gowinプログラマブル汎

用 IO 

JTAG Joint Test Action Group 
ジョイント・テスト・ア

クション・グループ 

LDO Low Dropout Regulator 
低ドロップアウト・レギ

ュレータ 

PCIE 
Peripheral Component Interconnect 

Express 

周辺機器相互接続エクス

プレス 

1.4 テクニカル・サポートとフィードバック 

GOWINセミコンダクターは、包括的な技術サポートをご提供してい

ます。使用に関するご質問、ご意見については、直接弊社までお問い合わ

せください。 

ホームページ：www.gowinsemi.com/ja 

E-mail：support@gowinsemi.com 

 

https://www.gowinsemi.com/ja
mailto:support@gowinsemi.com
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2開発ボードの紹介 

2.1 概要 

図 2-1開発ボードの写真 

 

 

GOWINセミコンダクターGW5ATシリーズ FPGA製品は、豊富なリ

ソースおよび向上したパフォーマンスを提供します。このシリーズの

FPGAは、AIコンピューティング対応の新アーキテクチャの高性能 DSP

リソース、高速 SerDes, MIPI, LVDSなどのインターフェース、および豊

富なブロック SRAMリソースを提供しており、低消費電力、高性能、設

計の互換性を重視した各種アプリケーションに最適です。 

DK_PCIE_GW5AT-LV60UG324_V1.1開発ボードは、DDR3、LVDS

インターフェース、MIPIインターフェース、PCIEインターフェース、

ADCインターフェースなどを統合しており、FPGA機能評価、ハードウ

ェア信頼性検証、ソフトウェアの学習とデバッグなど、さまざまなアプリ

ケーションに対応しています。 

この開発ボードに搭載されている GW5AT-LV60UG324 FPGAの内部
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リソースについては、『GW5ATシリーズ FPGA製品データシート

(DS981)』を参照してください。 

2.2 開発ボードキット 

開発ボードキットには次のものが含まれています。 

1. DK_PCIE_GW5AT-LV60UG324_V1.1開発ボード 

2. 12V入力 TYPE-Cインターフェース電源アダプター（入力：AC 100-

240V〜50 / 60Hz 0.6A、出力：DC12V 2A） 

3. TYPE-A to TYPE-Cケーブル 

図 2-2開発ボードキット 

1

2 3

 

 

 

① DK_PCIE_GW5AT-

LV60UG324_V1.1開発ボード 

② 12V入力TYPE-Cインターフェー

ス電源アダプタ 

③ TYPE-A to TYPE-Cケーブル 

 

 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS981J.pdf
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2.3 PCBのコンポーネント 

図 2-3 PCBのコンポーネント 

 

KEY

LVDS

USB-JTAG

MIPI

PCIE-X4

DC/DC

LDO

MIPI DPHY

（Hard）

+12V IN

POWER

SWITCH

MIPI CPHY

（Hard）
FPGADDR3200MHz

GPIO

FLASH

50MHz

INA3221

INA3221200MHz

Serdes

 

2.4 ブロック図 

図 2-4ブロック図 

+12V IN
（TYPE-C）

INA3221
VTT/VTTREF 

DDR3

DC/DC 
5V/3.3V/1.5V/1.2V

LDO 1.8V/0.9V

USB-JTAG
(FTDI232)

（TYPE-C）

FPGA
GW5AT-LV60UG324

MIPI D-PHY(HardCore)

MIPI C-PHY(HardCore)

KEY/LED

GPIO

SPI FLASH
(64Mb)

200MHz
(Serdes CLK)

OSC
(50MHz)

DDR3*2

200MHz
(GCLK)

LVDS

MIPI D-PHY
(SoftCore)
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2.5 特徴 

開発ボードの主な特徴は次のとおりです。 

 FPGAデバイス 

- GW5AT-LV60UG324 FPGA 

 ダウンロードと起動 

- 開発ボードに USBダウンロード回路を統合(Type-Cインターフェ

ース経由でダウンロード) 

- オフチップ SPI Flashによる起動 

 電源供給モード 

- 外部 DC12V電源または PCIeスロット電源 

- 電源投入後、POWERが点灯 

- 開発ボードは、5V、3.3V、2.8V、1.8V、1.5V、1.2V、0.9V、およ

び 0.75Vの電源を提供 

 クロックシステム 

- 50MHzのシングルエンド・クロック 

- 200MHzの差動クロック（GCLK） 

- 200MHzの差動クロック（SerDes） 

 メモリ 

- 4Gbit DDR3 SDRAM 

- 64Mbit NOR Flash 

 PCIeインターフェース 

- PCIe Gen2/PCIe Gen3をサポートする PCIe-X4インターフェー

ス 

 MIPI C-PHYインターフェース（ハード IP） 

- 1つの MIPI C-PHYハード IPインターフェース(3つのトリオを含

む)。RX/TXに対応。2Gsps/トリオ。  

 MIPI D-PHYインターフェース（ハード IP） 

- 1つの MIPI D-PHYハード IPインターフェース(4 data + 1 clkを

含む)。RX/TXに対応。2.5Gbps/レーン。 

 MIPI D-PHYインターフェース（ソフト IP） 

- 1つの MIPI D-PHYソフト IPインターフェース(4 data + 1 clkを

含む)。RX/TXに対応。1.5Gbps/レーン。 

 LVDSインターフェース 

- 1つの LVDSインターフェース(4 data + 1 clkを含む)。RX/TXに

対応。1.5Gbps/レーン。 

 ADCインターフェース 
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- 2つの ADCインターフェース 

 キーとインジケータ 

- 4つのキー 

- 4つの LED 

 GPIO 

- 16個の GPIO 
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3開発ボードの回路 

3.1 FPGA  

3.1.1 概要 

GW5ATシリーズ FPGA製品の詳細については、『GW5ATシリーズ

FPGA製品データシート(DS981)』を参照してください。 

3.1.2 I/O Bankの説明 

詳しくは、『GW5ATシリーズ FPGA製品パッケージ及びピンアウト 

ユーザーガイド(UG983)』を参照してください。 

3.2 電源 

3.2.1 概要 

開発ボードには、12V電源アダプタまたは PCIeスロットからの給電

が必要です。これら 2つの電源は、同時に開発ボードに給電することがで

きます。 

ボード上の電源 ICは、入力される 12Vを、5V、3.3V、2.8V、

1.8V、1.5V、1.2V、0.9V、および 0.75Vの電源に変換します。 

ユーザーが設計における具体的な消費電力をより適切に評価できるよ

う、ボード上には、FPGAの重要な電源の電流を監視できる INA3221電

流監視回路が搭載されています。 

https://cdn.gowinsemi.com.cn/DS981J.pdf
https://cdn.gowinsemi.com.cn/UG983J.pdf
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3.2.2 電源の割り当て 

図 3-1電源の割り当ての説明図 

 

3.3 ダウンロード・モジュール 

3.3.1 概要 

開発ボードには、 Type-Cダウンロード・ポート(J20)があります。

このポートを介してコンフィギュレーション・データをオフチップ SPI 

Flashまたは SRAMにダウンロードすることができます。 

その接続図を図 3-2に示します。 

図 3-2ダウンロード・インターフェースの接続図 

F_TCK

F_TDO

F_TDI

F_TMS

U41

USB to 

JTAG

J20

TYPE-C

USB_D-

USB_D+PC

 

3.3.2 ピンの割り当て 

表 3-1 JTAGのピンの割り当て 

信号名 FPGAのピン

の番号 

BANK I/O電圧レベ

ル 

説明 

F_TCK C17 12 3.3V JTAG信号 

F_TDO C18 12 3.3V 

F_TDI B18 12 3.3V 

F_TMS D17 12 3.3V 
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3.4 クロック 

3.4.1 概要 

開発ボードは、1つの 50MHzシングルエンド・クロック、2つの

200MHz差動クロックを提供しています。200MHz差動クロックのうち 1

つは FPGAの SerDes高速クロックピンに接続され、もう 1つは FPGA

の GCLKピンに接続されています。クロック・ピンの割り当てを図 3-3

に示します。 

図 3-3クロックの接続図 

200MHz
F_CLK_200M_P

F_CLK_200M_N

200MHz
Q0_200MHz_P

Q0_200MHz_N

CLK_50MHz50MHz

 

3.4.2 ピンの割り当て 

表 3-2クロック・ピンの割り当て 

信号名 
FPGA のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

CLK_50MHz L16 4 3.3V 
50MHz のシングル

エンド・クロック 

F_CLK_200M_P P18 5 3.3V 
200MHz の差動クロ

ック 

F_CLK_200M_N P17 5 3.3V 
200MHz の差動クロ

ック 

Q0_200MHz_P E8 Q0 - 
200MHz の差動クロ

ック 

Q0_200MHz_N D8 Q0 - 
200MHz の差動クロ

ック 
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3.5 DDR3モジュール 

3.5.1 概要 

開発ボードには、2つの 2Gbit DDR3メモリが搭載されています。

DDR3メモリの信号は、FPGAの BANK6、BANK7、BANK8、BANK9、

BANK10、BANK11に接続されています。DDR3メモリの詳細を表 3-3に

示します。 

表 3-3 DDR3メモリの詳細 

番号 容量 

U28 128M x 16bit 

U27 128M x 16bit 

 

DDR3メモリのハードウェア接続図は図 3-4に示すとおりです。 

図 3-4 DDR3のハードウェア接続図 

FPGA

U56

U28

DDR3

Data_H[15:0]

BANK6/7/8/9

Control&Clk Signals

U27

DDR3

BANK9/10/11

Data_L[15:0]

 

3.5.2 ピンの割り当て 

表 3-4 DDR3モジュールのピンの割り当て 

信号名 FPGAのピンの番号 BANK 
I/O 電圧

レベル 
説明 

DDR3_A0 L7 10 1.5V アドレス 

DDR3_A1 J6 11 1.5V アドレス 

DDR3_A2 K4 10 1.5V アドレス 

DDR3_A3 L6 10 1.5V アドレス 

DDR3_A4 H7 11 1.5V アドレス 

DDR3_A5 J7 10 1.5V アドレス 
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信号名 FPGAのピンの番号 BANK 
I/O 電圧

レベル 
説明 

DDR3_A6 G3 11 1.5V アドレス 

DDR3_A7 H5 11 1.5V アドレス 

DDR3_A8 E3 11 1.5V アドレス 

DDR3_A9 F4 11 1.5V アドレス 

DDR3_A10 N4 10 1.5V アドレス 

DDR3_A11 G6 11 1.5V アドレス 

DDR3_A12 L3 10 1.5V アドレス 

DDR3_A13 H4 11 1.5V アドレス 

DDR3_BA0 M3 10 1.5V 
Bank アドレ

ス 

DDR3_BA1 K5 10 1.5V 
Bank アドレ

ス 

DDR3_BA2 L5 10 1.5V 
Bank アドレ

ス 

DDR3_CS# P4 10 1.8V 
チップストロ

ーブ 

DDR3_CAS# R5 9 1.5V 
列アドレスス

トローブ 

DDR3_CKE R3 10 1.8V 
クロック・イ

ネーブル 

DDR3_ODT T4 9 1.8V 
ODT イネー

ブル 

DDR3_RAS# U3 9 1.5V 
行アドレスス

トローブ 

DDR3_RESET F5 11 1.8V リセット 

DDR3_WE# M5 10 1.5V 
書き込みイネ

ーブル 

DDR3_CLK_P V2 9 1.5V 差動クロック 

DDR3_CLK_N V3 9 1.5V 差動クロック 

DDR3_DQ0 U5 9 1.5V データ 

DDR3_DQ1 U8 9 1.5V データ 
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信号名 FPGAのピンの番号 BANK 
I/O 電圧

レベル 
説明 

DDR3_DQ2 T5 9 1.5V データ 

DDR3_DQ3 R7 9 1.5V データ 

DDR3_DQ4 T6 9 1.5V データ 

DDR3_DQ5 T7 9 1.5V データ 

DDR3_DQ6 V5 9 1.5V データ 

DDR3_DQ7 U7 9 1.5V データ 

DDR3_DQ8 P8 9 1.5V データ 

DDR3_DQ9 P7 9 1.5V データ 

DDR3_DQ10 M8 9 1.5V データ 

DDR3_DQ11 N6 9 1.5V データ 

DDR3_DQ12 R8 9 1.5V データ 

DDR3_DQ13 N5 9 1.5V データ 

DDR3_DQ14 N9 9 1.5V データ 

DDR3_DQ15 P6 9 1.5V データ 

DDR3_DQ0_1 U10 8 1.5V データ 

DDR3_DQ1_1 T12 8 1.5V データ 

DDR3_DQ2_1 V9 8 1.5V データ 

DDR3_DQ3_1 T13 8 1.5V データ 

DDR3_DQ4_1 U11 8 1.5V データ 

DDR3_DQ5_1 T11 8 1.5V データ 

DDR3_DQ6_1 V10 8 1.5V データ 

DDR3_DQ7_1 V13 8 1.5V データ 

DDR3_DQ8_1 U17 6 1.5V データ 

DDR3_DQ9_1 U16 7 1.5V データ 

DDR3_DQ10_1 U18 6 1.5V データ 

DDR3_DQ11_1 P13 7 1.5V データ 

DDR3_DQ12_1 V16 7 1.5V データ 

DDR3_DQ13_1 R13 7 1.5V データ 

DDR3_DQ14_1 V17 7 1.5V データ 
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信号名 FPGAのピンの番号 BANK 
I/O 電圧

レベル 
説明 

DDR3_DQ15_1 U15 7 1.5V データ 

DDR3_LDM0 V8 9 1.5V 
データ入力マ

スク 

DDR3_UDM0 N8 9 1.5V 
データ入力マ

スク 

DDR3_LDQS0_P V6 9 1.5V 
データストロ

ーブ 

DDR3_LDQS0_N V7 9 1.5V 
データストロ

ーブ 

DDR3_UDQS0_P T8 9 1.5V 
データストロ

ーブ 

DDR3_UDQS0_N T9 9 1.5V 
データストロ

ーブ 

DDR3_LDM1 U13 8 1.5V 
データ入力マ

スク 

DDR3_UDM1 T14 7 1.5V 
データ入力マ

スク 

DDR3_LDQS1_P V11 8 1.5V 
データストロ

ーブ 

DDR3_LDQS1_N V12 8 1.5V 
データストロ

ーブ 

DDR3_UDQS1_P V15 7 1.5V 
データストロ

ーブ 

DDR3_UDQS1_N V14 7 1.5V 
データストロ

ーブ 

3.6 PCIeインターフェース 

3.6.1 概要 

開発ボードは、1つの PCIe x4インターフェースを提供しています。

PCIeインターフェースの受送信信号は、FPGAの SerDes高速信号ピン

に接続されています。4レーンの TX、RX信号はすべて差動信号として

FPGAに接続されています。PCIeインターフェースの接続図を図 3-5に

示します。 
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図 3-5 PCIeインターフェースの接続図 

PCIE_RX_P[3:0]

PCIE_TX_P[3:0]

PCIE_RX_N[3:0]

PCIE_TX_N[3:0]

PCIE_CLK_QO_N

PCIE_CLK_QO_P

PCIE_PERST

PCIE_WAKE_B

P1

PCIE

 

 

さらに、J6（2列 4ピン 2.54mmヘッダー）は、

PCIE_PRSNT_X1、PCIE_PRSNT_X4、および PCIE_PRSNT_B信号用

に予約されています。PCIEテストの必要に応じて、PCIE_PRSNT_X1ま

たは PCIE_PRSNT_X4コネクタを PCIE_PRSNT_Bコネクタに接続でき

ます。図 3-6に示すとおりです。 

図 3-6 PCIE_PRSNTの接続図 
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3.6.2 ピンの割り当て 

表 3-5 PCIEインターフェースのピンの割り当て 

信号名 
FPGA のピンの

番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

PCIE_WAKE_B F6 1 3.3V 
PCIE デバイスの

ウェイクアップ 

PCIE_PERST F7 1 3.3V 
PCIE デバイスの

リセット 

PCIE_CLK_QO_P E7 Q0 - 
PCIe のリファレ

ンス・クロック 

PCIE_CLK_QO_N E6 Q0 - 
PCIe のリファレ

ンス・クロック 

PCIE_RX0_P B2 Q0 - 
PCIE の受信デー

タ 

PCIE_RX0_N A2 Q0 - 
PCIE の受信デー

タ 

PCIE_RX1_P A4 Q0 - 
PCIE の受信デー

タ 

PCIE_RX1_N A5 Q0 - 
PCIE の受信デー

タ 

PCIE_RX2_P A7 Q0 - 
PCIE の受信デー

タ 

PCIE_RX2_N A8 Q0 - 
PCIE の受信デー

タ 

PCIE_RX3_P A10 Q0 - 
PCIE の受信デー

タ 

PCIE_RX3_N A11 Q0 - 
PCIE の受信デー

タ 

PCIE_TX0_P D4 Q0 - 
PCIE の送信デー

タ 

PCIE_TX0_N C4 Q0 - 
PCIE の送信デー

タ 

PCIE_TX1_P C6 Q0 - 
PCIE の送信デー

タ 

PCIE_TX1_N B6 Q0 - PCIE の送信デー
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信号名 
FPGA のピンの

番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

タ 

PCIE_TX2_P C9 Q0 - 
PCIE の送信デー

タ 

PCIE_TX2_N B9 Q0 - 
PCIE の送信デー

タ 

PCIE_TX3_P D11 Q0 - 
PCIE の送信デー

タ 

PCIE_TX3_N C11 Q0 - 
PCIE の送信デー

タ 

3.7 ADCインターフェース 

3.7.1 概要 

開発ボードでは、2.54mmピッチの 2x2Pピンヘッダーを使用して

ADCインターフェースが拡張されています。下図は ADCインターフェー

スの接続およびフィルタ回路の説明図です。 

図 3-7 ADCインターフェースの接続図 

 

3.7.2 ピンの割り当て 
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表 3-6 ADCインターフェースのピンの割り当て 

J3 のピン

の番号 
信号名 

FPGA のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

1 ADCTP F15 ADC - 
アナログ信号

の入力 

2 ADCTN F16 ADC - 
アナログ信号

の入力 

3 ADCVP G14 ADC - 
アナログ信号

の入力 

4 ADCVN F14 ADC - 
アナログ信号

の入力 

3.8 MIPI C-PHYインターフェース（ハード IP） 

3.8.1 概要 

このインターフェースには、3つのトリオを備えた MIPI C-PHYハー

ド IPインターフェースが 1つ含まれています。このインターフェースは

FPCコネクタ（20ピン、0.5mmピッチ）形式で提供されており、その接

続図は図 3-8 に示すとおりです。 

図 3-8 MIPI C-PHYハード IPインターフェースの接続図 

CPHY_A0/B0/C0

CPHY_A2/B2/C2

CPHY_A1/B1/C1

J1

MIPI_RESET

CPHY_SCL

CPHY_SDA

 

3.8.2 ピンの割り当て 

表 3-7 MIPI C-PHYハード IPインターフェースのピンの割り当て 

J1 のピン

の番号 
信号名 

FPGA のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

1 GND - - - GND 

2 CPHY_C2 U1 M1 - 
MIPI CPHYのデー

タ信号 



3開発ボードの回路 3.8 MIPI C-PHYインターフェース（ハード IP） 

 

DBUG1290-1.0J 19(28) 

 

J1 のピン

の番号 
信号名 

FPGA のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

3 CPHY_B2 T1 M1 - 
MIPI CPHYのデー

タ信号 

4 CPHY_A2 T2 M1 - 
MIPI CPHYのデー

タ信号 

5 GND - - - GND 

6 CPHY_C1 P1 M1 - 
MIPI CPHYのデー

タ信号 

7 CPHY_B1 P2 M1 - 
MIPI CPHYのデー

タ信号 

8 CPHY_A1 N2 M1 - 
MIPI CPHYのデー

タ信号 

9 GND - - - GND 

10 CPHY_C0 M1 M1 - 
MIPI CPHYのデー

タ信号 

11 CPHY_B0 L1 M1 - 
MIPI CPHYのデー

タ信号 

12 CPHY_A0 K2 M1 - 
MIPI CPHYのデー

タ信号 

13 GND - - - GND 

14 
MIPI_RES

ET 
N14 5 1.8V 

MIPI C-PHY のリ

セット信号 

15 CPHY-SCL G8 1 1.8V 
MIPI C-PHY I2C 

SCL 

16 
CPHY-

SDA 
G9 1 1.8V 

MIPI C-PHY I2C 

SDA 

17 GND - - - GND 

18 GND - - - GND 

19 VCC3P3 - - 3.3V POWER 

20 VCC3P3 - - 3.3V POWER 

21 GND - - - GND 

22 GND - - - GND 
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3.9 MIPI D-PHYインターフェース（ハード IP） 

3.9.1 概要 

このインターフェースには、4Data+1CLKを含む 1つの MIPI D-PHY

ハード IPインターフェースが含まれています。このインターフェース

は、OK-10F030-04コネクタ形式で提供されています。MIPIインターフ

ェースの接続図を図 3-9に示します。 

図 3-9 MIPI D-PHYハード IPインターフェースの接続図 

DPHY_DxN[3:0]

DPHY_CKP/N

DPHY_DxP[3:0]

MIPI_RESET

DPHY_MCLK

DPHY_SCL/SDA

DPHY_VSYNC

J10

 

3.9.2 ピンの割り当て 

表 3-8 MIPI D-PHYハード IPインターフェースのピンの割り当て 

J10のピン

の番号 
信号名 

FPGAのピン

の番号 
BANK 

I/O電圧

レベル 
説明 

1 AVDD - - 2.8V POWER 

2 AVDD - - 2.8V POWER 

3 DGND - - - GND 

4 DPHY_CKP F1 M0 - 
MIPIのクロック

信号 

5 DPHY_CKN F2 M0 - 
MIPIのクロック

信号 

6 DGND - - - GND 

7 DPHY_D0P J1 M0 - 
MIPIのデータ信

号 

8 DPHY_D0N H2 M0 - 
MIPIのデータ信

号 

9 DGND - - - GND 
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J10のピン

の番号 
信号名 

FPGAのピン

の番号 
BANK 

I/O電圧

レベル 
説明 

10 DPHY_D2P E1 M0 - 
MIPIのデータ信

号 

11 DPHY_D2N D1 M0 - 
MIPIのデータ信

号 

12 DOVDD - - 1.8V POWER 

13 DVDD - - 1.2V POWER 

14 DVDD - - 1.2V POWER 

15 DVDD - - 1.2V POWER 

16 DGND - - - GND 

17 AFVDD - - 2.8V POWER 

18 AFGND - - - GND 

19 DPHY_D1P H1 M0 - 
MIPIのデータ信

号 

20 DPHY_D1N G1 M0 - 
MIPIのデータ信

号 

21 DGND - - - GND 

22 DPHY_D3P C1 M0 - 
MIPIのデータ信

号 

23 DPHY_D3N D2 M0 - 
MIPIのデータ信

号 

24 DGND - - - GND 

25 
DPHY_VSY

NC 
G13 2 1.8V 

MIPI D-PHY 

VSYNC信号 

26 
MIPI_RESE

T 
N14 5 1.8V 

MIPI D-PHYの

リセット信号 

27 DPHY_SCL F9 1 1.8V 
MIPI D-PHY I2C 

SCL 

28 DPHY_SDA F8 1 1.8V 
MIPI D-PHY I2C 

SDA 

29 
DPHY_MCL

K 
F13 2 1.8V 

MIPI D-PHY 

MCLK信号 

30 AGND - - - GND 
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3.10 MIPI D-PHYインターフェース（ソフト IP） 

3.10.1 概要 

このインターフェースには、4Data+1CLKを含む 1つの MIPI D-PHY

ソフト IPインターフェースが含まれています。このインターフェース

は、1つの 2.00mmピッチ 2x10Pのピンヘッダー形式で提供されていま

す。MIPI D-PHYソフト IPインターフェースの接続図を図 3-10に示しま

す。 

図 3-10 MIPI D-PHYソフト IPインターフェースの接続図 

F_MIPI_DxN[3:0]

F_MIPI_CK0_P

F_MIPI_DxP[3:0]

J28

F_MIPI_CK0_N

 

3.10.2 ピンの割り当て 

表 3-9 MIPI D-PHYソフト IPインターフェースのピンの割り当て 

J28のピン

の番号 
信号名 

FPGAのピン

の番号 
BANK 

I/O電圧

レベル 
説明 

1 
F_MIPI_

D0_P 
C15 2 1.8V 

MIPIのデータ信

号 

2 
F_MIPI_

D0_N 
D15 2 1.8V 

MIPIのデータ信

号 

3 GND - - - GND 

4 GND - - - GND 

5 
F_MIPI_

D1_P 
A15 2 1.8V 

MIPIのデータ信

号 

6 
F_MIPI_

D1_N 
A16 2 1.8V 

MIPIのデータ信

号 

7 GND - - - GND 

8 GND - - - GND 

9 F_MIPI_ C14 2 1.8V MIPIのクロック
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J28のピン

の番号 
信号名 

FPGAのピン

の番号 
BANK 

I/O電圧

レベル 
説明 

CK0_P 信号 

10 
F_MIPI_

CK0_N 
D14 2 1.8V 

MIPIのクロック

信号 

11 GND - - - GND 

12 GND - - - GND 

13 
F_MIPI_

D2_P 
B16 2 1.8V 

MIPIのデータ信

号 

14 
F_MIPI_

D2_N 
A17 2 1.8V 

MIPIのデータ信

号 

15 GND - - - GND 

16 GND - - - GND 

17 
F_MIPI_

D3_P 
D16 2 1.8V 

MIPIのデータ信

号 

18 
F_MIPI_

D3_N 
E16 2 1.8V 

MIPIのデータ信

号 

19 GND - - - GND 

20 GND - - - GND 

3.11 LVDSインターフェース 

3.11.1 概要 

開発ボードは、合計 5ペアの差動信号(4Data+1Clk)を含む 1つの

LVDSインターフェースを提供しています。これらのインターフェース

は、1つの 2.0mmピッチ 2x10Pのピンヘッダー形式で提供されていま

す。LVDSインターフェースの接続図を図 3-11に示します。 

図 3-11 LVDSインターフェースの接続図 

F_LVDS_Dx_P[3:0]

F_LVDS_CK0_P

F_LVDS_Dx_N[3:0]

F_LVDS_CK0_N

J26
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3.11.2 ピンの割り当て 

表 3-10 LVDSインターフェースのピンの割り当て 

J26 のピンの

番号 
信号名 

FPGA のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

1 
F_LVDS_

D0_P 
F11 1 3.3V LVDSデータ  

2 
F_LVDS_

D0_N 
F12 1 3.3V LVDSデータ  

3 GND - - - GND 

4 GND - - - GND 

5 
F_LVDS_

D1_P 
F10 1 3.3V LVDSデータ  

6 
F_LVDS_

D1_N 
G11 1 3.3V LVDSデータ  

7 GND - - - GND 

8 GND - - - GND 

9 
F_LVDS_

CK0_P 
E12 1 3.3V 

LVDS クロッ

ク  

10 
F_LVDS_

CK0_N 
E13 1 3.3V 

LVDS クロッ

ク   

11 GND - - - GND 

12 GND - - - GND 

13 
F_LVDS_

D2_P 
C13 1 3.3V LVDSデータ  

14 
F_LVDS_

D2_N 
B14 1 3.3V LVDSデータ  

15 GND - - - GND 

16 GND - - - GND 

17 
F_LVDS_

D3_P 
A13 1 3.3V LVDSデータ  

18 
F_LVDS_

D3_N 
A14 1 3.3V LVDSデータ  

19 GND - - - GND 
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J26 のピンの

番号 
信号名 

FPGA のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧

レベル 
説明 

20 GND - - - GND 

3.12 キーとインジケータ 

3.12.1 概要 

開発ボードには、4つのキーがあります。キーが押されると FPGAの

対応する IO入力電圧は Lowになり、キーが押されないと FPGAの対応

する IO入力電圧は Highになります。その接続図を図 3-12に示します。 

図 3-12キーの接続図 

 

 

 

開発ボードには、4つのユーザーLEDがあり、その点灯・消灯はプロ

グラムにより制御することができます。ユーザーLEDに接続された IOの

電圧が Lowの場合ユーザーLEDは点灯し、接続された IOの電圧が High

の場合ユーザーLEDは消灯します。その接続図を図 3-13に示します。 

図 3-13 LEDの接続図 
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3.12.2 ピンの割り当て 

表 3-11キーモジュールのピンの割り当て 

信号名 
FPGAのピンの

番号 
BANK 

I/O電圧レベ

ル 
説明 

F_KEY1 K18 4 3.3V キー 

F_KEY2 H18 3 3.3V キー 

F_KEY3 H14 3 3.3V キー 

F_KEY4 G16 3 3.3V キー 

 

表 3-12 LEDのピンの割り当て 

信号名 
FPGAのピンの

番号 
BANK 

I/O電圧レベ

ル 
説明 

F_LED1 H13 4 3.3V LED 

F_LED2 H12 4 3.3V LED 

F_LED3 M13 5 3.3V LED 

F_LED4 H17 3 3.3V LED 

3.13 GPIO 

3.13.1 概要 

開発ボードは、1つの 2.54mmピッチの 2x10Pピンヘッダーを通し

て 16本の 3.3V規格 GPIOを提供しています。各 GPIOピンには ESD保

護 ICが搭載されています。  

図 3-14 GPIOインターフェースの接続図 

F_GPIO[16:1]
J8

 

3.13.2 ピンの割り当て 

表 3-13 GPIOインターフェースのピンの割り当て 

J8のピン

の番号 
信号名 

FPGAのピン

の番号 
BANK 

I/O電圧レ

ベル 
説明 

1 F_GPIO1 R15 5 3.3V GPIO 
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J8のピン

の番号 
信号名 

FPGAのピン

の番号 
BANK 

I/O電圧レ

ベル 
説明 

2 F_GPIO2 R16 5 3.3V GPIO 

3 F_GPIO3 P15 5 3.3V GPIO 

4 F_GPIO4 P16 5 3.3V GPIO 

5 F_GPIO5 N15 5 3.3V GPIO 

6 F_GPIO6 N16 5 3.3V GPIO 

7 F_GPIO7 M14 5 3.3V GPIO 

8 F_GPIO8 N17 5 3.3V GPIO 

9 F_GPIO9 L14 5 3.3V GPIO 

10 F_GPIO10 N18 5 3.3V GPIO 

11 F_GPIO11 L15 4 3.3V GPIO 

12 F_GPIO12 L17 4 3.3V GPIO 

13 F_GPIO13 K15 4 3.3V GPIO 

14 F_GPIO14 L18 4 3.3V GPIO 

15 F_GPIO15 K16 4 3.3V GPIO 

16 F_GPIO16 K17 4 3.3V GPIO 

17 GND - - - GND 

18 VCC3P3 - - 3.3V POWER 

19 GND - - - GND 

20 VCC3P3 - - 3.3V POWER 
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4開発ボードの使用上の注意事項 

開発ボードの使用上の注意事項 

開発ボードを使用する際は、取り扱いに注意を払い、静電気対策を行

ってください。 
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